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В последнее время складывается ситуация, что развитие 
существующих средств охлаждения микропроцессоров не успевает за 
увеличением выделяемой или тепловой мощности. Модернизация 
технологических процессов, влияющих на потребляемую отдельным 
транзистором мощность, на практике не позволяет эффективно 
"тсрмокомпенсировать" возрастающее количество транзисторов на кристалле.

От современного процессора можно ожидать 100 Вт выделяемого 
тепла, и небольшие проблемы в системе охлаждения могут привести не 
только к снижению устойчивости и производительности, но и к выходу из 
строя самого процессора.

В принципе, высокие температуры были бы не страшны, если бы не 
четкая зависимость правильного и надежного функционирования 
■транзисторов ИС и структуры их соединений от температурных условий. В 
результате рабочий диапазон для среднестатистической ИС получается 
довольно узким - от - 40 до +125 °С. Для современных процессоров, 
отличающихся гораздо более тонкой микроструктурой и более 
комплексными корпусами диапазон рабочих температур оказывается еще 
строже - от 0 до +100 °С.

Но на самом деле, нормальная работоспособность при высоких 
температурах весьма иллюзорна, поскольку в глубине процессора имеет 
место не только чисто электрические явления, но и огромное количество 
электрохимических процессов и реакций, которые являются по своей сути 
гермоактивационными.

Совершенно естественно, что температурный мониторинг и 
к-рмоконтроль требует не менее пристального внимания, чем анализ 
производительности и исследование микроархитектурных особенностей, т.к. 
только при корректно функционирующем температурном мониторинге 
совместно с правильно разработанными и сконфигурированными 
механизмами термоконтроля можно обеспечить действительно оптимальный 
I силовой режим и реально гарантировать надежную работу.

В данной работе рассматривается проблема не понижения 
температуры, а в правильной организации теплообмена для избежания 
локальных перегревов как наиболее опасных, т.е. правильного организации 
1сплообмена для получения оптимальной картины распределения теплового 
поля.

Со стпого научно-технической позиции, задача обеспечения 
оптимального теплового режима приобретает высокую сложность. По мне
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нию фирмы INTEL (www.intel.com) основной задачей систем охлаждения • 
оптимизация движения воздуха внутри корпуса. Здесь важно уменьшить 
сопротивление системы потоку воздуха, а так же "качество" охлаждающего 
воздуха и его объем.

Встраиваемая система интеллектуального управления вентиляторами 
анализирует текущее состояние процессора и других компонентов и в случае 
их слабой загрузки, а, следовательно, и небольшой температуры, снижаеч 
скорость вращения вентиляторов до допустимого уровня, не нарушая общий 
теплообмен системы. Анализ активности проводится как на программном, так 
и на аппаратном уровне. В систему устанавливаются микросхемы 
мониторинга, которые отслеживают температуру системы по реперным 
точкам, а специальная система будет изменять скорость вращения 
вентиляторов в зависимости от показаний системы мониторинга.

Система позволяет с минимальными доработками существующих 
способов аэрогенного охлаждения уменьшить температуру стабилизации 
термонагруженных элементов, в результате чего повысить надежность и 
стабильность работы компьютерных систем, за счет нормализации 
поступления и отвода теплоносителя от теплоотвода.
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